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Návrh a konstrukce DPS

V) 	Osazování DPS součástkami

Vyrobená DPS je nyní připravena pro osazení součástkami, jako jsou rezistory, operační zesilovače, konektory apod. Vodivého spojení mezi DPS a součástkami se dosáhne pájením. Pájení, nebo také letování, je spojování dvou kovů třetím kovem – pájkou. Pájka musí mít teplotu tání nižší než spojované kovy. U měkkého pájení, to je do cca 500 °C, se pro pájení užívá pájky z cínu, u tvrdého pájení slitiny mědi, hliníku či stříbra. 
Druhou nejčastější složkou pájky pro měkké pájení bylo olovo, neboť se jedná o měkký, snadno tavitelný kov. Pro neblahý vliv na životní prostředí však nesmí být nadále masově využíváno, nemělo by se tedy používat ani pro pájení, avšak dodnes jsou olovnaté pájky běžně k dostání (omezení spíše platí pro velké výrobní závody než pro domácí kutily, vývojáře apod., které mají spotřebu pájky minmální). Olovo mělo za výhodu nižší teplotu potřebnou k roztavení pájky než jiné přísady. Vyšší teplota pájení způsobuje zvýšenou oxidaci pájky a pájených povrchů a tedy dochází ke zhoršení smáčivosti spoje. Olovo se dnes nahrazuje např. zinkem, indiem, niklem a dalšími kovy s nízkým bodem tání.
Velmi důležitou vlastností každé pájky je smáčivost. Při nanášení tekuté pájky na kovový podklad dochází ke smáčení, což je vytváření vrstvy slitiny cínu mezi pájkou a podkladem, který oba kovy vodivě spojí. Pájka reaguje na různé materiály různou smáčivostí, tedy ne vždy je každá pájka vhodná pro pájení daných materiálů. Na kvalitu spoje má také vliv znečištění povrchu, jeho zoxidování apod. Pro odstranění těchto problémů a pro zlepšení kvality spoje se využívají tavidla.
Tavidlo má obvykle hned několik funkcí. Odstraňuje mastnotu a špínu z povrchu pájených předmětů, snižuje povrchové napětí pájky, čímž dochází ke zvýšení smáčivosti, a zabraňuje zpětné oxidaci spoje. Příkladem tavidla je kalafuna. Dalším způsobem jak lze snížit oxidaci spojů a tedy zlepšit pájení, je využití ochranné atmosféry z inertních plynů při pájení, např. dusíku.
Zařízení, kterým provádíme pájení, se nazývá páječka. Slouží k roztavení pájky a jejímu přilnutí na povrch kontaktu. Princip zahřívání páječky může být plynový, kdy pájku tavíme pomocí plamene živeného plynem, nebo elektrický, kdy elektrickou energii převádíme na tepelnou. Vyšší využití mají pájky elektrické. Rozdělujeme je na páječky s regulovatelnou teplotou pájení a neregulovatelné páječky. Výhoda tepelně regulovatelných páječek je zřejmá, nastavením teploty můžeme dosáhnout optimální hodnoty k tavení pájky a zároveň snižujeme pravděpodobnost tepelného poškození součástek. Naproti tomu však mají tepelně regulovatelné páječky nižší výkon.
Způsob osazování DPS je dvojí, THT a SMT. První způsob je klasické osazování součástek do předem vyvrtaných otvorů, odtud anglický název Through hole technology. V praxi je prováděno tak, že po vyleptání je do desky plošných spojů potřeba vyvrtat otvory pro osazení součástek. Součástky jsou obvykle osazovány z druhé strany desky, než jsou vodivé cesty. Prostrčené nožičky součástek se potom k těmto cestám připájí a přebývající části nožiček se potom odstřihnou. Z principu jsou součástky pro THT osazování větší a obvykle jsou také více proudově zatížitelné.
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Obrázek 1 - Srovnání THT (2 součástky vpravo) a SMT technologie (převzato z wikipedia.org)

SMT, surface mount technology, využívá tzv. bezvývodové součástky, které se připájí na povrch DPS. Z tohoto důvodu musí být na stejné straně desky, jako jsou vodivé cesty. Jejich velikost je mnohem menší než u THT, proto bývají často využívány pro hustě osazené desky. Vzhledem k velmi malým rozměrům a tedy špatné manipulaci s nimi jsou určeny spíše pro strojové osazování. 
Pro správné ruční pájení obou typů součástek bychom měli dodržovat následující kroky:
· správný výběr pájky, páječky, tavidla a zvolení vhodné teploty pájení, tj. 200 – 300 °C
· očištění pájených povrchů, zbavení mastnoty
· dostatečné prohřátí pájených povrchů k dosažení ideální smáčivosti pájky
· aplikace pájky – používáme nejmenší množství pájky potřebné k vytvoření spoje (obrázek 2), vyšší množství může způsobit nežádoucí spojení jiných vodivých cest apod. Doba aplikace pájky na 1 spoj by měla být 2 – 5 s.
· chladnutí spoje – po aplikaci pájky je potřeba udržet spájený spoj v klidu do okamžiku ztuhnutí pájky, aby nedošlo k narušení spoje. Spoj by se neměl ochlazovat ani proudem vzduchu či kapaliny.
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Obrázek 2 - příklady správného a špatných vodivých spojení u nožičky THT součástky (převzato z www.leisto.net)
[bookmark: _GoBack]Strojové pájení je využíváno především pro osazovaní desek SMT součástkami. Před samotným pájením je třeba součástky zafixovat na pájeném povrchu, což může být provedeno buď letovací pastou, nebo lepidlem. Strojové osazování může být simultánní, kdy je osazováno až 300 součástek najednou, nebo sekvenční, kdy jsou součástky osazovány postupně. Pájení je realizováno vlnou, laserem nebo přetavením. 
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